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Description

L’invention concerne un procédé de brasage a
la vague permettant de braser, sur une carte de
circuits imprimés, des composants dont les bro-

.ches de connexion ne traversent pas la carte.
L'invention concerne également des capteurs ca-
pillaires mettant en ceuvre ce procédé.

Selon une technique courante, la connexion
d'un composant sur une carte de circuits impri-
més se fait a 'aide de broches appartenant au
composant, traversant la carte de circuits impri-
més par des trous de connexion, et par brasage
des broches & des pastilles de connexion situés
sur la face opposée de la carte. L'opération de
brasage se fait par passage de la carte au dessus
d'une vague de brasure en fusion, la face de la
carte portant les pastilles de connexion entrant au
contact, lors de ce passage, avec la vague de
brasure. :

Selon une technique récente de connexion, cf.
par exemple FR-A-2 487 153, les broches des com-
posants ne traversent pas la carte de circuits im-
primés. Les composants possédent des plois de
connexion qui sont mis simplement en contact
avec des plots de connexions de la carte de cir-
cuits imprimés et auxquels ils sont ensuite brasés.
Ce brasage peut étre effectué également par pas-
sage sur une vague de brasure. Pour cela, les
composants sont au préalable mis en position sur
la carte et immobilisés par collage, les plots de
connexion des composants étant en contact avec
les plots de connexion de la carte. La carte est
ensuite passée au dessus de la vague de brasure,
la face portant les plots de connexion ainsi que les
composants entrant en contact avec la vague de
brasure. Lors de ce passage, chaque composant
baigne donc dans le bain de brasure en fusion. La
face du composant qui attaque la vague de bra-
sure est, en principe, en contact en entier avec la
brasure. Les parties métallisées de cette face sont
mouillées par la brasure et le brasage des plots
de connexion de cette face du composant avec les
plots de la carte peut se faire. Par contre, en
raison de la température du bain de brasure, la
carte doit passer 4 une vitesse suffisante, pour
éviter I’échauffement des composants. De ce fait,
{'écoulement du fluide de brasure sur les cbtés et
sur la face arriére de chaque composant est et que
certaines parties du composant peuvent ne pas
étre en contact avec la brasure. Le brasage des
plots de connexion peut ne pas étre assuré.

L'invention se fixe pour but un dispositif et un
procédé permettant d’assurer un brasage de tous
les plots de connexion d'un composant sur les
plots de connexion d'un substrat.

L’invention concerne donc un dispositif pour
brasage de composant en surface, ledit compo-
sant possédant sur une premiére face au moins un
plot de connexion pour connexion & au moins un
plage de connexion d’une face d'un substrat, le ou
les plots de connexion du composant et la ou les
plages de connexion du substrat étant situés d'un
méme coté du substrat par rapport a ladite face du
substrat, le composant comportant une deuxiéme
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face opposée & la premiére face, caractérisé ence

‘qu’il comporte au moins un élément métailisé

reliant chaque plot de connexion a la deuxiéme
face et affleurant la deuxiéme face du composant.

L’invention concerne également un procéde de
brasage utilisant des tels dispositifs pour brasage.

L'invention sera mieux comprise et d'autres
caractéristiques apparaitront a I'aide de la des-
cription qui va suivre et des figures annexées
parmi lesquelles:

- les figures 1 4 3 sont des schémas explicatifs
d'un systéme de brasage a la vague de I'art connu
auxquels s’applique I'invention;

- les figures 4 et 5 représentent des schémas
explicatifs du procédé selon I'invention;

— les figures 6 et 7 représentent des exemples
de capteurs capillaires de brasure selon l'inven-
tion; -

—les figures 8 et 9 représentent une exemple de
réalisation d'un autre capteur capillaire selon I'in-
vention;

- la figure 10 représente un capteur capillaire
de brasure selon l'invention pour circuits a plu-
sieurs couches;

- la figure 11 représente une variante d'un cap-
teur capillaire de brasure.

En se reportant aux figures 1 a 3, on va décrire
un systéme de brasage a la vague. Sur la figure 1,
on trouve une carte de circuits imprimés 1 éuipée
d’'un composant 2. Une vague d’alliage de brasage
en fusion 3 est produite par un flux d’alliage 30
canalisé par deux piéces 31 et 32. Cette vague
effleure un plan P. La carte 1 est disposée sur un
dispositif de transfert non représenté et connu de
la technique. Elle est déplacée selon le sens indi-
qué par la fleche F avec sa face 10 & souder située
dans le plan P.

La carte 1 posséde sur sa face 10 des circuits
imprimés non représentés et des piots de con-
nexion 11 et 12. Le composant 2 est collé & la face
10 de la carte 1 par un bossage 22. Le composant
2 posséde en outre, sur sa face 26, des plots de
connexion tel que 20 et 21 qui sont mis en contact
(ou au voisinage) des plots de connexion 11 et 12
de la carte 1.

Lorsque la carte 1 passe sur la vague de bra-
sure 3, celle-ci balaye la surface de la carte. La
brasure mouille les parties métalliques avec les-
quelles elle entre en contact et les piéces metalli-
ques, tels que plots de connexion, sont brasées.
Cependant, comme on le voit sur la figure, le
composant baigne dans la brasure en fusion du-
rant le déplacement de la carte. On a donc intérét
a ce que ce déplacement soit suffisamment ra-
pide. Il se trouve alors, en raison de I'écoulement

" du fluide de brasure autour du composant 2, que

des parties du composant ne sont pas mis en
contact avec la brasure. Sur la figure 2, on peut
voir que la face avant 23 du composant ainsi que
ies plots de connexion 12 et 21 sont baignés dans
la brasure, il en est de méme de la face 24 du
composant. Par contre, & la suite de la face arriére
25 par rapport au mouvement selon la fleche F se
créé une zone 33 sans brasure. Les plots de con-
nexion 11 et 20 ne peuvent donc pas étre brasés.

AL



3 EP 0 145 557 B1 4

De méme comme on peut le voir sur la figure 3, il
peut se produire une absence de brasure dans la
zone 34 de part et d'autre des faces latérales 27 et
37 du composant.

C'est pourquoi I'invention, avant I'étape de pas-
sage de la carte 2 sur la vague de brasure, prévoit
de placer des capteurs capillaires de brasures
reliant chaque plot, tel que 20, a la face 24 du
composant. Ainsi lors du passage de la carte 2 sur
la vague 3, la brasure en balayant la face 24 du
composant entre en contact avec le capteur capil-
laire, le'mouille, et progresse par capillarité vers
les plots de connexion.

Sur la figure 4 on a représenté un capteur capil-
laire 27 reliant le plot de connexion 20 a la face 24
du composant. Pour des questions d'uniformité de
fabrication un capteur 28, bien qu'il ne soit indis-
pensable, relie le plot de connexion 21 & la face
24. La carte 1, se déplagant selon la fléche F, en
mouvement relatif, la brasure se déplace par rap-
port au composant selon la fléche A. Lorsque la
brasure touche le capteur capillaire 27, elle
mouille celle-ci et tend & se répandre sur toute sa
surface. En particulier, elle progresse selon la
fleche B vers des plots de connexion 20 et 11
qu'eile brase ensemble.

Sur la figure 5, représentant une portion du
composant 2, le parcours de la brasure est repré-
senté plus en détail. En effet, la brasure tendant &
mouiiler les parties métallisées, elle suit la fleche
B et arrivée aux plots de connexion 11 et 20, elle
les recouvre uniformément.

Un capteur capillaire peut étre réalise, comme
cela est représenté en figure 6, sous forme d'une
cannelure 27 pratiquée le long de la tranche du
composant a partir du plot de connexion 20. Cette
cannelure est ensuite métallisée a 'aide d'un ma-
tériau ayant des propriétés mouillantes vis-a-vis
de l'alliage de brasage. L'avantage de prévoir le
capteur capillaire, en forme de cannelure, est
d’augmenter la surface du capteur capillaire.

Sur la figure 7, la cannelure métallisée 27 est
prolongée sur la face 24, par une plage métallisée
29 de méme type que la cannelure. Le captage de
la brasure lors du passage sur la vague de bra-
sure est ainsi améliorée.

Sur la figure 8, un capteur capillaire selon I'in-
vention a été représenté sous forme d’un cavalier
27 embroché sur ia tranche du composant 2, exer-
‘gant une légére pression sur la face 24 et le plotde
connexion 20. Aprés le passage a la vague de
brasure, I'ensemble composant 2, cavalier 27, plot
de connexion 20 et plot de connexion 11 se trou-
vent enrobés de brasure.

L'invention permet par ailleurs de résoudre les
problémes de connexion des composants & plu-
sieurs couches. Le composant de la figure 10 com-
porte trois couches 2, 4 et 6.

La couche 2 porte sur sa face 26, un plot de
connexion 20. La couche 4 posséde une connexion
42 de circuit interne au composant. Une cannelure
27 aboutissant au plot 20 est pratiquée dans la
tranche de la couche 2 et est métallisée. De
méme, des cannelures métallisées 41 et 61 sont
pratiquées en correspondance de la cannelure 27
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dans les couches 4 et 6. De plus, des embases
métallisées 29, 40, 43 et 60 sont realisées de part
et d’autre des couches 2, 4, 6, autour des canneiu-
res. Une embase métallisée 62 est également réa-
lisée sur la face supérieure de la couche 6. Les
différentes couches sont ensuite empilées, pres-
sées et collées I'une contre l'autre. Les embases
29, 40, 43 et 63 assurent une continuité métallique
de la cannelure pour améliorer I'écoulement de la
brasure le long de la cannelure lors du passage a
la vague de brasure.

Le capteur capillaire peut étre également sup-
porté par une autre piéce que le composant lui-
méme. Par exemple, sur la face 10 de ia carte de
circuits imprimeés 1, on dispose des éléments con-
gus spécialement pour cet usage tels que 'éle-
ment 50, Sur I'élément 50 est déposée une bande
métallisée 51, 62, 53 reliant le sommet de I'élé-
ment 50 au plot de connexion 11 de la carte. La
hauteur h de 'éiément 50 est telle qu’en fonction
de la vague, de la hauteur des composants et de
la position de I'élément 50 par rapport aux compo-
sants, la partie 51 de bande métallisée soit at-
teinte par la vague de brasure. Comme repré-
senté sur la figure 11, plusieurs capteurs capillai-
res peuvent étre prévus sur un élément 50. De
méme, un élément 50 peut desservir piusieurs
composants.

Revendications

1. Dispositif pour brasage de composant en sur-
face, ledit composant possédant sur une premiére
face (26) au moins un plot de connexion (20) pour
connexion & au moins une plage de connexion (11)
d’une face (10) d'un substrat (1), le ou les plots de
connexion (20) du composant et la ou les plages
de connexion (11) du substrat étant situés d'un
méme c6té du substrat (1) par rapport a ladite face
(10) du substrat (1), ie composant comportant une
deuxiéme face (24) opposée a la premiére face
(26), caractérisé en ce qu'il comporte au moins un
élément métallisé (27) reliant chaque plot de con-
nexion (20) a la deuxiéme face (24) et affieurant la
deuxiéme face (24) du composant.

2. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
risé en ce que I'éléement métallisé (27) est un
ruban métallisé.

3. Dispositif selon la revendication 2, caracté-
risé en ce qu'il comporte une plage métallisée (29)
reliée au ruban métallisé (27) et située sur la
deuxiéme face (24) du composant (2).

4. Dispositif selon la revendication 1, caracté-
risé en ce qu’il comporte au moins une cannelure
métallisée disposée a la périphérie du composant
et reliant un plot de connexion (20) & la deuxiéme
face (24).

5. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
risé en ce que le composant comporte plusieurs
couches (2, 4, 6) empilées et pressées les unes
contre les autres par leurs faces principales; des
plages métallisées (28, 40, 43, 60) situées en re-
gard les unes des autres sur chaque face princi-
pale de chaque couche; et que des éléments me-
tallisés (27, 41, 61) relient des plages métallisées
des deux faces principales de chaque couche.
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6. Dispositif selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que I'élément métallisé (27) est un
cavalier placé sur la tranche du composant en
contact avec un plot de connexion (20) du compo-
sant (2) et présentant une partie en saillie sur la
deuxiéme face du composant (24).

7. Dispositif selon la revendication 1, caracté-
risé en ce qu'il comprend un éiément (50) de
hauteur (h} déterminée disposé sur le substrat (1)
a proximité d’au moins une plage de connexion
(11) du substrat ainsi qu’'une bande métallisée (51,
52, 53) reliant la face supérieure de 'élément (50)
a la plage de connexion (11).

8. Procédé de brasage a la vague permettant de
braser les plots de connexion (20) d’'un composant
(2), selon l'une quelconque des revendications
précédentes, & des plages de connexion (11) d'un
substrat (1), ledit procédé comprenant les étapes
suivantes:

— collage du composant (2) sur le substrat (1)
avec les plots de connexion (20) du composant en
contact avec les plages de connexion (11) du subs-
trat;

— passage de I'ensemble substrat-composant
ainsi constitué dans la vague de brasure (3) de
telle fagon que celle-ci touche les éléments métal-
lisés (27);

~ captage de brasure par les éléments métalli-
sés (27); )

— propagation de la brasure par capillarité le
long des éléments métallisés (27) jusqu’aux plots
de connexion (20) du composant et les plages de
connexion. (11);

— soudure des plots de connexion (20) du com-
posant aux plages de connexion (11) du substrat.

Claims

1. A device for soldering a component to a sur-
face, said component having a first surface (26)
provided with at least one connection stud (20)
intended to be connected to at least one connec-
tion area (11) of one surface (10) of a substrate (1),
the one or more connection studs (20) of the com-
ponent and the one or more connection areas (11)
of the substrate being located at the same side of
the substrate relative to said surface (10) of the
substrate (1), and the component having a second
surface (24) located opposite the first surface (26),
characterized in that the device comprises at least
one metallized element (27) connecting each con-
nection stud (20) to the second surface (24) and
extending up to the second surface (24) of the
component.

2. A device according to claim 1, characterized
in that the metallized element (27) is a metallized
tape.

3. A device according to claim 2, characterized
in that it comprises a metallized area (29) connect-
ed to the metallized tape (27) and located on the
second surface (24) of the component.

4. A device according to claim 1, characterized
in that it comprises at least one metallized notch
disposed at the periphery of the component and
connecting a connection stud (20) to the second
surface (24).
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5. A device according to claim 1, characterized
inthat the component comprises several layers (2,
4, 6) which are superimposed and pressed against
each other via their principal surfaces, and metal-
lized areas (29, 40, 43, 60) located on each prin-
cipal surface of each layer while facing each oth-
er; and in that the metallized elements (27, 41, 61)
connect with each other metallized areas of the
two principal surfaces of each layer.

6. A device according to claim 1, characterized
in that the metallized element (27) is a rider placed
on that portion of the component which is in touch
with a connection stud (20} of the component (2)
and has a part projecting onto the second surface
of the component (24).

7. A device according to claim 1, characterized
in that it comprises an element (50) having a
predetermined height (h) and being disposed on
the substrate (1) near to at least one connection
area (11) of the substrate, and a metallized tape
(51, 52, 53) designed to connect the upper surface
of the element (50) to the connection area (11).

8. A wave soldering process allowing to solder
connection studs (20) of a component (2) accord-
ing to anyone of the preceding claims to connec-
tion areas (11) of a substrate (1), said process
comprising the following steps;

— making the component (2) adhere to the sub-
strate (1) with the connection studs (20) of the
component being in touch with the connection
areas (11) of the substrate;

— passing the substrate-component assembly
thus composed through the soldering wave (3) in
such a way that the wave touches the metallized
elements (27);

— capturing the solder by the metallized ele-
ments (27);

— propagating of the solder by virtue of capillary
force along the metailized elements (27) and up to
the connection studs (20) of the component and the
connection areas (11); and

— welding of the connection studs (20) of the
component to the connection areas (11) of the
substrate.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Oberfldchenverlétung eines
Bauelements, das auf einer ersten Flache (26)
mindestens einen AnschluBkontakt (20) zum An-
schiuB an mindstens einen AnschiuBbereich (11)
einer Flache (10) eines Substrats (1) besitzt, wobei
der oder die AnschiuBkontakte (20) des Bauele-
ments sowie der oder die AnschiuBbereiche (11)
des Substrats im Vergleich zur genannten Flache
(10) des Substrats (1) auf derselben Seite des
Substrats (1) angeordnet sind und das Bauele-
ment eine zweite Seite (24) besitzt, die der ersten
Seite (26) gegeniiberliegt, dadurch gekennzeich-
net, daB die Vorrichtung mindestens ein metalli-
siertes Element (27) aufweist, das jeden Anschluf-
kontakt (20) mit der zweiten Flache (24) verbindet
und bis zur zweiten Flache (24) reicht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das metallisierte Elemente (27)
ein metallisiertes Band ist.
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3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB sie einen metallisierten Be-
reich (29) aufweist, der mit dem metallisierten
Band (27) verbunden und auf der zweiten Flache
(24) des Bauelements liegt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB sie mindestens eine metalli-
sierte Hohlkehle aufweist, die an der AuBenseite
des Bauelements angebracht ist und den An-
schluBkontakt (20) mit der zweiten Flache (24)
verbindet. . :

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Bauelement mehrere lber-
einandergefigte und mit ihren Hauptflichen ge-
geneinandergepreBte Schichten (2, 4, 6) und me-
tallisierte Bereiche (29, 40, 43, 60) besitzt, welche
auf jeder Hauptflache jeder Schicht einander ge-
geniberliegen, und daB die metallisierten Ele-
mente (27, 41, 61) die metallisierten Bereiche der
beiden Hauptflaichen jeder miteinander verbin-
den.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das metallisierte Element (27)
ein Reiter ist, der auf dem mit dem AnschiuB3kon-
takt (20) des Bauelements (2) in Verbindung ste-
henden Bauelementenabschnift angebracht ist
und einen lber die zweite Flache (24) des Bauele-
ments vorspringenden Teil besitzt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB sie ein Element (50) bestimm-
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ter Hohe (h), das auf dem Substrat (1) in der Nahe
mindestens eines AnschiuBbereichs (11) des Sub-
strats angeordnet ist, sowie ein metallisiertes
Band (51, 52, 53) besitzt, das die obere Fliache des
Elements (50) mit dem AnschiuBbereich (11) ver-
bindet.

8. Wellenlotverfahren zum Anldten der An-
schiuBkontakte (20) eines Bauelements (2) gemas
einem beliebigen der vorhergehenden Anspri-
che, an AnschluBbereiche {11) eines Substrats (1),
bestehend aus folgenden Stufen:

— Anheften des Bauelements (2) auf dem Sub-
strat (1), so daB die AnschluBkontakte (20) des
Bauelements in Verbindung mit den Anschlu3be-
reichen (11) des Substrats stehen;

— Durchziehen der so gebildeten Einheit Sub-
strat-Bauelement durch die Lotmittelwelle (3) der-
art, daB diese die metallisierten Elemente (27)
beriihrt;

- Aufnehmen des Lotmittels durch die metalli-
sierten Elemente (27);

— Ausbreiten des Lotmittels durch Kapillarkréfte
entlang der metallischen Elemente (27) bis zu den
AnschluBBkontakten (20) des Bauelements und zu
den AnschluB3bereichen (11); und

— Anloten der AnschluBkontakte (20) des Bau-
elements an die AnschluBbereiche (11) des Sub-
strats.



EP 0145 557 B1

B . W A
10 \’ ( \
25’ 20 24) 2’ 22'

FIG. 2

F'
! 33/) 20 T, /1) 26 12 21

S A et
__\m$\§ x ==
25 37 — L3 _

————— ——

——————— u—— P —



EP 0 145 557 B1

FIG.3

31.\
/

—— —f = =
27V -
25 —

33~_. | —
26— - — 3
——t — -
\
34)
FIG.4
20 ————» 12 21




EP 0 145 557 B1

F16.5

FIG.S

FIG. 8

11






FIG.1




	bibliography
	description
	claims
	drawings

